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Montagehinweise / Anwendungshinweise

1 Allgemeines

1.1 Allgemeine Anwendungshinweise

Die Einhaltung der Anforderungen an Infineon IGBT-Module werden durch entsprechende
Zuverlassigkeitsprifungen und durch die in der Produktion durchgefihrten 100% Endprifungen
sichergestellt.

Hoéchstzulassige Werte in den jeweiligen Produktdatenblattern und Anwendungshinweisen sind
absolute Grenzwerte, die grundsatzlich — auch fir kurze Zeit — nicht Gberschritten werden diirfen, da
dies die Zerstoérung der Bauelemente zur Folge hat.

Die Anwendungshinweise in diesem Dokument kénnen nicht jede Art von Anwendungen und
Bedingungen abdecken. Die Anwendungshinweise ersetzen daher keinesfalls eine eingehende
Beurteilung und Uberpriifung der Eignung fiir die von Ihnen angestrebten Anwendungen durch den
Anwender bzw. durch seine technischen Abteilungen. Die Anwendungshinweise werden daher unter
keinen Gesichtspunkten Gegenstand liefervertraglicher Gewahrleistung, es sei denn, der Liefervertrag
bestimmt schriftlich etwas anderes.

1.2 Umgang mit elektrostatisch empfindlichen Bauelementen

IGBT-Module sind elektrostatisch empfindliche Bauelemente. Elektrostatische Entladungen
(electrostatic discharge, ESD) kénnen diese Module vorschadigen oder sogar zerstoren.

Um eine Zerstdérung oder eine Anschadigung der Bauelemente durch statische Entladungen zu
verhindern, werden die Bauelemente gemafR den gultigen ESD-Richtlinien in entsprechenden ESD-
geschitzten Verpackungen geliefert.

Das Entfernen des ESD-Schutzes und die Arbeit mit den ungeschitzen Modulen erfordert in jedem
Fall die Einrichtung ESD-gerechter Arbeitsplatze. Weitergehende Informationen sind aus den gultigen
ESD Sicherheitsrichtlinien IEC 61340-5-1 und ANSI/ESD S2020 zu entnehmen

2 Anforderungen an Leiterkarten

Die PressFIT-Technologie in den EconoPACK™ 4-Modulen ist von der Infineon Technologies AG fur
Standard-FR4-Leiterkarten mit ,chemisch Zinn“-Oberflache untersucht und qualifiziert worden
(entsprechend der Normen IEC 60352-5 + IEC60747-15). Sollten andere Bearbeitungstechnologien
bei der Leiterkartenherstellung eingesetzt werden, muissen diese getestet, gepruft und qualifiziert
werden.

Anforderungen an das Leiterkartenmaterial (PCB) sind:
Doppelseitige Leiterkarte nach IEC 60249-2-4 bzw. IEC 60249-2-5.
Mehrlagenleiterkarte nach IEC 60249-2-11 bzw. IEC 60249-2-12.

Damit ein guter Halt des Einpresskontaktes in der Leiterkarte sichergestellt werden kann, ist die in
Tabelle 1 beschriebene Spezifikation der Locher komplett einzuhalten.

Wirde man die Spezifikation von Einpresslochern hingegen nur auf das Endmald beschrénken, also
das vollstindig metallisierte Loch, so koénnten je nach Leiterplattenhersteller und
Fertigungsphilosophie mdoglicherweise unterschiedliche Bohrer zum Einsatz kommen und auch
unterschiedliche Metallisierungsdicken angeliefert werden. Dies kdnnte zur Folge haben, dass sich ein
abweichendes Ergebnis einstellt, was aus Qualitatsgriinden abgelehnt werden muss.

Weiterhin wird empfohlen, das Loch in der Leiterkarte beim HerstellungsprozelR mit einem Bohrer von
1.15mm Durchmesser zu bohren und nicht zu frésen. Erfahrungsgemal stellt sich nach dem Bohren
durch einen Schrumpfungsprozel? des FR4-Materials unter Beriicksichtigung der Rundlauftoleranzen
der Spindeln ein endgiiltiger Bohrlochdurchmesser zwischen 1.12mm und 1.15mm ein.
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Min. Typ. Max.
Bohrlochdurchmesser 1.12 1.15
Kupferdicke im Loch >25um <50um
Metallisierung im Loch <15pm
Endlochdurchmesser 0.94mm 1.09mm
Kupferstérke der 35um 70um - 105um 400um
Leiterbahnen
Metallisierung Leiterkarte chemisch Zinn
Metallisierung Pin galvanisch Zinn
Tabelle 1 Anforderungen an die Leiterkarte

Mit einer Aufkupferung von 25um bis 50um Kupfer innerhalb des Loches und Zinnschicht von ca. 1um
bei ,chemisch Zinn“ stellt sich ein Endlochdurchmesser als Priifmalfd ein. Dieser Durchmesser liegt,
durch die geringere Zinnschichtdicke im Vergleich zu z.B. HAL Leiterkarten, immer oberhalb des in
der entsprechenden Norm (IEC 60352-5) aufgefiuihrten Wertes von 1mm. Der Endlochdurchmesser
unter Einbeziehung des Bohrdurchmessers, der Aufkupferung und der Zinnschicht liegt
typischerweise zwischen 1.02mm und 1.09mm.

Bohrloch

min. 25um Cu ; max. 50um Cu

Endlochdurchmesser

max. 15um tin
__chemical tin typ 1um

—

min. 0,94 mm
max.1,09 mm

min. 0,94mm ; max 1,09mm

Abbildung 1  Aufbau einer Leiterkarte

Die PressFIT-Technologie ist fir FR4-Leiterkartenmaterial qualizifiert.

Nach einem durchgefiihrten Reflow-Létprozeld an einer Leiterkarte kann das Modul in die Leiterkarte
eingepresst werden. Die Haltekréfte der eingepressten Pins werden nicht beeintrachtigt.

Wie auch bei Easy und Econo PressFIT-Modulen ist bei der Positionierung von weiteren Bauteilen auf
der Leiterkarte ein Abstand von 5mm von der Mitte der Pins zu beachten. Sollten vom Anwender
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eigene Einpresswerkzeuge entwickelt werden, so missen dessen Abmessungen bzw. Auflageflachen
fur den Einpressprozel3 bereits bei der Bauteilplatzierung auf der Leiterkarte beriicksichtigt werden.

Ein eingepresstes Modul kann bis zu zweimal ausgetauscht werden. Das bedeutet, dass eine Platine
in Summe dreimal verwendet werden kann. Eine fachgerechte Behandlung der Komponenten wird
hier vorausgesetzt.

Ein schon eingepresstes und wieder ausgepresstes Modul kann kein zweites Mal eingepresst werden.
Es kann nur noch durch einen zusétzlichen Létvorgang in einer neuen Leiterkarte kontaktiert werden.
Die plastische Verformung der Einpresszone der PressFIT Pins lasst keinen erneuten
Einpressvorgang zu.

3 Der Einpressvorgang

Mit dem Einpressvorgang wird das PressFIT-Modul in eine Leiterkarte gefugt. Das Einpressen kann
durch eine einfache Kniehebelpresse oder einen Automaten realisiert werden. Zu empfehlen ist ein
Einpresstool, welches beim Einpressprozel3 die bendtigte Kraft und den Verfahrweg dokumentiert.
Durch diese Vorgehensweise wird eine gleichbleibende Qualitdt sichergestellt. Die
Einpressgeschwindigkeit sollte dabei laut IEC 60352-5 zwischen 25mm/min und 50mm/min liegen.

Beim Einpressprozeld muss darauf geachtet werden, dass die Auflageflache der Leiterkarte und die
Anpressflache der Modul-Druckplatte parallel zueinander stehen. Es ist auf einen festen
mechanischen Sitz der Druckplatte zu achten. Mit einer gleichméassigen Bewegung wird das Modul in
die Leiterkarte angepresst.

Die Pins des Moduls sollten bei dem Einpressprozel3 soweit in die Leiterkarte eintauchen, bis die
Auflageflachen des Modulgehauses die Leiterkarte berthren.

Als Kraftbegrenzung nach dem eigentlichen Einpressvorgang konnen z.B. Federn am oberen Teil des
Einpresstools dienen. Mit Variation der Federvorspannung kann das Werkzeug dann auf die
vorhandene Anzahl von Pins und die damit zusammenhangende Einpresskraft eingestellt werden. Bei
Messung der Einpresskraft und Limitierung dieser Kraft kann unter Umstanden auf diese
Federvorrichtung verzichtet werden.

Die nachstehenden Abbildungen zeigen beispielhaft den Einpressvorgang eines EconoPACK™ 4,

1. Schritt:

Die Presse wird ausgerichtet, so
dass die beiden Teile des Werk-
zeugs senkrecht Ubereinander
stehen.

2. Schritt:

Die Platine und das Modul
werden in das Einpresswerkzeug
gelegt und durch die im
Werkzeug vorhandenen Fih-
rungen arretiert.

3. Schritt

Durch senkrechtes Herunter-
dricken des oberen Werkzeugs
werden die PressFIT-Kontakte
des Moduls in die Leiterkarte ein-
gepresst.

Abbildung 2 Beispielhafter Einpressvorgang eines EconoPACK™4-Moduls.
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3.1 Einpresswerkzeuge

Fir das EconoPACK™4 und EconoBRIDGE™4 wurde beispielhaft ein Einpresswerkzeug entwickelt.
Abbildung 3 zeigt das Einpresswerkzeug. Zeichnungen kénnen tber die bekannten Vertriebspartner
der Infineon Module bezogen werden. Die Eignung dieser Werkzeuge fir den jeweiligen Aufbau ist
immer eigenverantwortlich durch den Anwender zu Uberprifen.

Zu beachten bei der Entwicklung oder leiterkartenspezifischen Anpassung dieser Werkzeuge ist, dass
im Bereich der Auflageflachen des Einpresswerkzeugs keine Bauteile platziert werden, um eine
Beschadigung dieser Bauteile beim Einpressprozeld zu vermeiden.

Abbildung 3  Beispielhaftes Einpresswerkzeug fir ECOnoOPACK™ 4 und EconoBRIDGE™ 4.,

3.2  Einpresskrafte

Um das Modul in die Leiterkarte einpressen zu kdnnen, muss fir jeden Pin im Modul eine Kraft
aufgebracht werden, diese liegt typisch bei 110N pro Pin. Da im EconoPACK™ 4 jeweils 15 Pins
vorhanden sind, liegt die erforderliche Einpresskraft typischerweise bei ca. 1,6kN. Die Einpresskréfte
hangen unter anderem vom Lochdurchmesser der Bohrung in der Leiterkarte ab. Wenn die
Lochdurchmesser in der Leiterplatte am unteren Ende der Toleranz liegen und/ oder mehrere Module
parallel eingepresst werden, kénnen hdhere Krafte auftreten. Dass die Bauteile auf der Leiterplatte
nicht beschadigt werden ist vom Anwender eigenverantwortlich zu prifen.

Min. Typ. Max.
Bohrlochdurchmesser 1.15mm
Einpressgeschwindigkeit 25mm/min
Kupferdicke im Loch 25um 50um
Einpresskraft typisch pro Pin 110N

Tabelle 2 Einpresskréfte
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3.3 Zusatzliche Anschraubung der Leiterkarte

Nach dem Einpressen der Pins in die Leiterkarte sollten die Kontaktstellen zwischen Platine und
Modul zusatzlich mechanisch entlastet werden. Die Entlastung der Kontaktstellen erfolgt so, dass die
PCB direkt auf dem Modul an den Befestigungsdomen (siehe Abbildung 4) mit selbstfurchenden
Schrauben oder vergleichbarem Montagematerial befestigt wird.

Neben dem Einschrauben der Schrauben in die Befestigungsdome per Hand ist ein elektronisch

geregelter oder zumindet langsam laufender Elektroschrauber (U < 300U/min) ein bevorzugtes
Hilfsmittel.

Wegen der fehlenden Genauigkeit empfehlen wir nicht die Verwendung von Druckluftschraubern.

¢

Abbildung 4 PCB Befestigungsdome bei EconoPACK™ 4 Modulen (rot markiert)

Die in den Befestigungsdom eintauchende effektive Lange des Schraubengewindes sollte unter
Berlcksichtigung der verwendeten Platinendicke und des Treibergewichts eine Mindestlange von I,
> 4mm und eine Maximallange von | < 10mm aufweisen.

A. Richtig eingeschraubt/ B. Falsch angesetzte Schraube ;

Schraube Schraube

Abbildung 5 A. Richtig eingeschraubte Schraube in den Befestigungsdom
B. Falsch angesetzte Schraube in den Befestigungsdom
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Die ersten 1,5mm im Befestigungsdom dienen der Fuhrung und kdnnen keine Kréafte aufnehmen. Das
Gewinde im Kunststoff formt sich durch das Eindrehen der Schrauben selbst. Empfohlene
selbstfurchende Schrauben sind z.B.:

- Ejot PT WN 1451 K25x10 A2K : Max = 0.65Nm + 10%
- Ejot DELTA PT WN 5451 K25x10  Mmax = 0.65Nm £ 10%

Um eine Beschadigung oder Aufplatzen des Doms zu vermeiden, ist beim Einschrauben auf ein
gerades Einsetzen der Schraube in den Dom zu achten (siehe Abbildung 5).

Die empfohlenen Schrauben und Drehmomente basieren auf Laboruntersuchungen. Je nach
verwendeter Schraube und Werkzeug kann es erforderlich sein, den Schraubprozeld entsprechend
anzupassen.

4 Der Auspressvorgang

Fir das EconoPACK™4 und EconoBRIDGE ™4 wurde beispielhaft ein Auspresswerkzeug entwickelt.
Abbildung 6 zeigt das Auspresswerkzeug. Zeichnungen kénnen Uber die bekannten Vertriebspartner
der Infineon Module bezogen werden. Die Eignung dieser Werkzeuge fur den jeweiligen Aufbau ist
immer eigenverantwortlich durch den Anwender zu Uberprifen.

Zu beachten bei der Entwicklung oder leiterkartenspezifischen Anpassung solcher
Auspresswerkzeuge ist, dass im Wirkungsbereich des Auspresswerkzeugs keine Bauteile auf der
Leiterkarte platziert werden dirfen, um eine Beschadigung dieser Bauteile beim Auspressprozeld zu
vermeiden.

Abbildung 6 Beispielhaftes Auspresswerkzeug fir EconoPACK™ 4 und EconoBRIDGE™ 4
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5 Beschaffenheit des Kiihlkdrpers fur die Modulmontage

Die im Modul entstehende Verlustleistung muss Uber einen Kihler abgefuhrt werden, um die in den
Datenblattern spezifierte htchstzulassige Temperatur im Schaltbetrieb (T,;,p) wéhrend des Betriebs
nicht zu Giberschreiten. Details sind der AN2008-01 ,Definition and use of junction temperature values®
zu entnehmen.

Die Beschaffenheit der Kuhlkdrperoberflache im Bereich der Modulbodenplatte ist von hoher
Bedeutung, da diese Verbindung zwischen Kihlkérper und Modul einen entscheidenden EinfluR auf
die Warmeabfuhr des Gesamtsystems hat.

Die Kontaktflachen, die Bodenplatte des Moduls und die Oberflache des Kihlkérpers missen frei von
Beschadigungen und Verschmutzungen sein und sollten vor der Modulmontage mit sauberen,
fusselfreien Tlchern gereinigt werden.

Die Kontaktflache des Kuhlkorpers darf, bezogen auf eine Lange von L = 100mm, die folgenden Werte
nicht tiberschreiten:

- Oberflachenebenheit < 50um
- Oberflachenrauhigkeit R, < 10um

Der Kuhlkérper muss fir die Montage und den anschlieBenden Transport eine ausreichende
Steifigkeit besitzen, um keine zusétzlichen Dehnungs- und/oder Zugkréafte auf die Bodenplatte des
Moduls auszutiben. Wahrend des gesamten Montageprozesses muss der Kiuhlkérper verwindungsfrei
gehandhabt werden.

6 Auftrag der Warmeleitpaste

Bedingt durch die individuelle Oberflachenform von Modulbodenplatte und Kuhlkérper liegen diese
nicht vollflachig aufeinander auf, so dass eine gewisse punktuelle Spaltbildung zwischen den beiden
Komponenten nicht vermieden werden kann.

Um die im Modul auftretenden Verluste abzufihren und um einen guten Warmefluf3 in den Kihlkérper
zu ermdglichen, sind alle punktuellen Hohlrdume mit einem geeigneten warmeleitfahigen Material,
z.B. einer Warmeleitpaste (WLP) zu flllen.

Eine optimal aufgebrachte Schicht fullt alle Spalte, sollte aber auf der anderen Seite nicht den
metallischen Kontakt zwischen Bodenplatte und Kihlkérperoberflache verhindern. Die Warmeleitpaste
ist so zu wahlen, dass sie dauerelastische Eigenschaften aufweist, um einen gleichbleibend guten
Warmeulbergangswiderstand sicherzustellen. Die Paste sollte weiterhin so aufgebracht werden, dass
beim Auftragen keine Schraubenlocher zugesetzt und damit Anzugsmomente verfalscht werden
kénnen.

6.1 Auftrag von Warmeleitpaste im Siebdruckverfahren

Das manuelle Aufbringen von Warmeleitpaste mit einer konstanten Schichtdicke im um-Bereich ist
naturgemafl problematisch. Die Homogenitat und Reproduzierbarkeit der sich einstellenden
Schichtdicken ist immer fraglich. Empfehlenswert ist der Auftrag von Warmeleitpaste im
Siebdruckverfahren. Mit diesem Verfahren ist neben einer dem Modul individuell angepassten
optimierten Wéarmeleitpastenverteilung auch ein homogener und reproduzierbarer Auftrag der
Schichtdicke méglich.

Vorschlage fiur modulspezifische Zeichnungen der Warmeleitpastenschablone kénnen Uber die
bekannten Vertriebspartner der Infineon Module bezogen werden. Die Eignung dieser Schablonen in
Kombination mit dem favorisierten Warmeleitmaterial und in der jeweiligen Anwendung ist immer
eigenverantwortlich durch den Anwender zu tberprtfen.

-10 -
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A. WLP Vorrichtung B. Auftrag der WLP

Warmeleitpasten-
schablone

bodenplatte

Abbildung 7  A. Beispiel einer Vorrichtung zum Auftragen von Warmeleitpaste mit dem
Siebdruckverfahren

B. Auftrag der Warmeleitpaste auf die Schablone

Ein typisches Warmeleitpastenbild nach dem Auftrag im Siebdruckverfahren ist in Abbildung 8
dargestellit.

Abbildung 8 Bodenplatte eines EconoPACK™ 4 npach dem Auftrag der WLP im
Siebdruckverfahren

Weitere Hinweise zur Anwendung von Siebdruckschablonen zum Auftrag von Warmeleitpaste finden
Sie in der Application Note AN2006-02 ,Anwendung von Siebdruckschablonen®.

-11 -



Application Note AN 2010-06
V2.0, Februar 2013

6.2 Alternativer Auftrag von Warmeleitpaste mit Roller oder Spachtel

Sollte das Auftragen der Warmeleitpaste durch das empfohlene Siebdruckverfahren nicht méglich
sein, kann das Warmeleitmedium alternativ mit einem Roller oder Spachtel aufgebracht werden.
Dabei ist auf eine gleichmaRige Schichtdicke der Warmeleitpaste von typischerweise 50um - 100um
auf der Bodenplatte des Moduls zu achten.

Als Leitfaden fiir die benétigte Menge an WLP ergibt sich bei einer Schichtdicke von

d= 50pm — Ve ~ 0,4cm®

d = 100um — Ve ~ 0,8cm?.
Diese Volumen kdnnen zum Beispiel aus einer Spritze abgemessen oder aus einer Tube aufgetragen
werden.

Handelstbliche Rollen oder feine Zahnspachtel kénnen zum Auftrag der Warmeleitpaste benutzt
werden. Die Homogenitdt und Reproduzierbarkeit der sich einstellenden Schichtdicken nach
manuellem Auftrag ist jedoch immer fraglich. Mit Hilfe eines Nassfiimkamms kann aber zumindest in
der Trainingsphase die Schichtdicke der Warmeleitpaste nach dem Auftragen geprtft werden.

7 Modulmontage auf dem Kihlkorper

7.1 Schrauben fur die Modulmontage auf dem Kuhlkoérper

Es werden DIN M5 Schrauben, die mindestens einer Festigkeitsklasse 6,8 entsprechen, z.B. nach
DIN912 (1SO4762), ISO 7380, DIN6912, DIN7984 in Kombination mit einer geeigneten Unterleg- und
Federscheibe, z.B. nach DIN433 oder DIN125 oder komplette Kombischrauben, fiir die Modulmontage
empfohlen.

Die in den EconoPACK™ 4 Datenblattern angegebenen Luft- und Kriechstrecken spezifizieren die am
unmontierten und nichtkontaktieren Modul auftretenden kiirzesten Luft- und Kriechstrecken.

Bei der Auswahl geeigneter M5 Schrauben, Unterlegscheiben und Federscheiben fur die
Modulmontage wird empfohlen, die daraus resultierenden Luft- und Kriechwege zwischen den
Modulanschliissen und dem nachstgelegenen Schraubenkopf bzw. Unterlegscheibe wahrend der
Entwicklungsphase gemalf den giltigen Normen zu bericksichtigen.

7.2 Montageprozeld auf dem Kuhlkérper

Die Modulmontage muf3 innerhalb der zuldssigen Modultoleranzen erfolgen. Weiterflihrende
Modulinformationen und Zeichnungen sind aus den jeweiligen Datenblattern zu entnehmen.

Die aus dem Anschraubprozess resultierende Anpresskraft des Moduls auf den Kiihlkérper richtet sich
nach dem verwendeten Drehmoment und der Beschaffenheit des Kuhlermaterials. Fir
Stahlschrauben in Aluminiumkuhlkérpern ergeben sich fir M5 Gewinde hieraus im trockenen Gewinde
bei damit typischen Reibwerten von pg=0,2...us=0,25 (us=Reibungskoeffizient Gewinde in
Kihlkérper) die im Datenblatt spezifizierten Drehmoment - Werte von

Mmin=3Nm bis My2,=6Nm.

Die Modulbefestigungsschrauben sind gleichférmig in der empfohlenen Reihenfolge mit dem
spezifizierten Drehmoment anzuziehen.

Andere Materialkombinationen von Schrauben- und/oder Kuhlermaterial erfordern ggf. eine
Anpassung der mech. Parameter.

Fir einen guten thermischen Kontakt zum Kuhlkérper wird das folgende Vorgehen beim Anziehen der
4 Befestigungsschrauben M5 empfohlen:
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1. Modul mit der aufgetragenen Warmeleitpaste auf den Kuhlkérper auflegen und mit zwei
Schrauben fixieren

2. Schrauben mit 0.5Nm (handfest Giber Kreuz) in der folgenden Sequenz fixieren (siehe Abbildung 9)
Schraube Nr.1-2-3-4

3. Schrauben mit 3Nm — 6Nm in der gleichen Sequenz (Uber Kreuz) anziehen
Schraube Nr.1-2-3-4

In Abhéangigkeit der Viskositat der verwendeten Warmeleitpaste kann bei hoher Viskositat ein
zusatzlicher Zwischenschritt 2.a. erforderlich sein, um der Warmeleitpaste die Mdglichkeit zu geben,
wahrend des Anschraubens auf dem Kihlkérper zu flieRen und sich der Modulbodenplatten- und
Kuhlkdrperkontur anzupassen. Nach einer entsprechenden Wartezeit, abhangig von der verwendeten
Warmeleitpaste ist dann der Schritt 3 auszufihren.

2.a. Schrauben mit ca. 2Nm in der gleichen Sequenz (iber Kreuz) anziehen
Schraube Nr.1-2-3-4

Abbildung 9 Anschraubsequenz zur Modulmontage

Bei der Verwendung von Wérmeleitpaste kann es in Abhdngigkeit der Beschaffenheit der Paste
erforderlich sein, die Anzugsdrehmomente der Befestigungsschrauben nach einem Warmelauf auf
ihren korrekten Wert hin zu uberprifen. Bei Verwendung von Warmeleitfolien anstelle von
Warmeleitpaste wird unbedingt empfohlen, diesen zusatzlichen Kontrollschritt durchzufiihren. Die
angegebenen Drehmomente und Verarbeitungshinweise gelten nur bei der Verwendung von
Warmeleitpaste. Eigene Versuche und Messungen mit der vorgesehen Wéarmeleitfolie sind hier
unumgéanglich!

Der thermische Kontakt und die Langzeitstabilitit der verwendeten Warmeleitpaste bzw.
Warmeleitfolie sind bei der Auswahl zu bericksichtigen und sollten mit dem Hersteller des
Warmeleitmediums diskutiert werden.
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8 Montage der Laststromverschienung

Die Modulkontaktierung muss innerhalb der zuldssigen Modultoleranzen in den jeweiligen
Datenbléttern erfolgen.

Die DC-seitige Leistungsverschienung sollte Uber eine laminierte Zwischenkreisverschienung (DC
Busbars) erfolgen, um durch minimale Streuinduktivitdt die systembedingte Schaltiiberspannung so
gering wie moglich zu halten. Die Einhaltung der hdchstzuldssigen Spannung an den Lastanschlissen
und am IGBT Chip ist entsprechend dem jeweiligen Datenblatt (siehe RBSOA) sicher zu stellen.

Fur die Kontaktierung der Laststromanschliisse werden DIN M6 Schrauben, welche mindestens der
Festigkeitsklasse 6,8 entsprechen, in Kombination mit einer geeigneten Unterleg- und Federscheibe
oder komplett als Kombischrauben bendétigt. Diese sollen mit dem empfohlenen Drehmoment von
Mmin=3Nm bis M,,,=6Nm angezogen werden.

Bei der Auswahl der Schraubenlange muss die Dicke der Anschlussteile von der Gesamtlange der
Schrauben abgezogen werden. Die effektive Einschraublange der Schrauben in das Modul darf die
maximal spezifizierte Einschraubtiefe von 10mm nicht tUberschreiten.

Die Anschlussteile missen an den Lastanschlissen in einer Art und Weise montiert werden, dass die
spezifizierten Krafte wahrend der Montage und im spéteren Betrieb nicht tGberschritten werden.

-
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Abbildung 10 Ho6chstzuldssige Zug- und Druckkrafte an den Lastanschlissen des EconoPACK™ 4

-14 -



Application Note AN 2010-06
V2.0, Februar 2013

8.1 Optimale zugentlastete Lastanschlussmontage

Fur eine optimale zugentlastende Lastanschlussmontage wird empfohlen, die Lastanschlisse geman
den Prinzipbildern in Abbildung 11 oder Abbildung 12 zu montieren.

Der Fixierungsblock sollte von der Toleranzlage ca. 0,5mm niedriger sein als die Hohe der
Lastanschliisse, um optimalerweise eine Vorspannung auf die Lastanschliisse einzustellen, um auf
jeden Fall eine schadigende, dauerhaft wirkende Kraft in F,.-Richtung (siehe Abbildung 10) zu
verhindern.
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Abbildung 11 Prinzipskizze 1 einer optimal zugentlastenden Montage des EconoPACK™ 4
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Abbildung 12 Prinzipskizze 2 einer optimal zugentlastenden Montage des EconoPACK™ 4

-15-



Application Note AN 2010-06
V2.0, Februar 2013

9 Einsatz unter Vibrations- und Schockbelastungen
Die EconoPACK™ 4 Module besitzen eine stabile Konstruktion, die mit dem klaren Fokus entwickelt
wurde, in der Anwendung eine gro3tmdgliche mechanische Robustheit zu bieten.

Nichtsdestotrotz sind die in diesen Montagehinweisen angegebenen Héchstwerte fur Zug- und
Druckbelastungen an den Lastanschlissen in Kapitel 8 sowie die in Kapitel 3.2 genannten
Einpresskrafte an den Steuerkontakten als Angaben fur eine einmalige, kurzzeitige Belastung im
Montageprozel3 zu verstehen.

Die Auswirkungen von dariiber hinausgehenden, dauerhaften mechanischen Belastungen,
insbesondere wiederkehrende wie die Vibrations- und Schockbelastung, auf das Modul sind stark
abhéngig vom mechanischen Aufbau und dem Belastungsprofil der Anwendung und kénnen daher
nicht generell spezifiziert werden.

Die Eignung dieser Module fir den Einsatz unter solchen spezifischen mechanischen Belastungen
muss daher vom Anwender in seinem Aufbau und mit seinem Belastungsprofil eigenverantwortlich
qualifiziert werden.

10 Lagerung und Transport von IGBT-Modulen
Wahrend des Transportes und der Lagerung des Moduls sind extreme Kréafte durch Schock oder
Vibrationsbelastung genauso zu vermeiden wie extreme Umwelteinfliisse.

Die Lagerung der Module an den im Datenblatt spezifizierten Temperaturgrenzen ist méglich, wird
jedoch nicht empfohlen.

Die empfohlene Lagerzeit von max. 2 Jahren sollte mit den von Infineon empfohlenen
Lagerbedingungen gemaf TR14 eingestellt werden.

Ein Vortrocknen des Moduls vor dem Montageprozel3, wie er bei eingespritzten diskreten Bauteilen
(z.B. Mikrocontroller, TO-Gehéausen, etc.) empfohlen wird, ist bei Einhalten dieser Lagerbedingungen
bei EconoPACK™ 4-Modulen nicht erforderlich.

11 Klimatisch Bedingungen im aktiven, stromfiihrenden Betrieb

von EconoPACK™ 4 Modulen

EconoPACK™ 4 Module sind nicht hermetisch dicht. Die Geh&use und der flr die elektrische
Isolierung verwendete einschichtige Verguss im Modul sind durchlassig fur Feuchte und Gase in
beiden Richtungen. Feuchteunterschiede kdnnen daher in beiden Richtungen ausgeglichen werden.
EconoPACK™ 4 Module von Infineon sind im aktiven, stromfiihrenden Betrieb fir klimatische
Bedingungen gemaf EN60721-3-3 mit der Klassifizierung der Umweltbedingungen fur ortsfesten
Einsatz nach Klasse 3K3 spezifiziert.

Feuchteeinwirkung auf die Module z.B. durch Betauung und oder Kondensierung sowie klimatische
Bedingungen die uber die Klasse 3K3 der EN60721-3-3 hinausgehen, missen fur jeden Einsatzfall im
Betrieb durch zusétzliche Manahmen vermieden werden.

Schadgase sind im Betrieb und wahrend der Lagerung zu vermeiden.
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